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内容概要

本书围绕多媒体系统平台、多媒体信息处理技术、制作多媒体作品等多项内容，进行了精简实用的论
述。
对多媒体系统平台、多媒体信息处理技术作了简明扼要的讲述；介绍了多媒体信息的播放和使用；平
面绘图工具Illustrator、多媒体创作工具Flash的功能及使用技巧、数码设备信息的采集和输入技术，以
及运用专用软件制作照片和影视信息，使不具有程序设计经验的非计算机专业人员也能制作出集声、
图、文于一体的多媒体作品。
为了便于深入学习和理解书中内容，本书在各章后都附有小结和习题，并配有大量实例。
　　本书既可作为中等职业技术学校多媒体技术课程的教材，也可作为从事多媒体技术人员的技术参
考书。
　　本书配有教学光盘和电子教学资料包，详见前言。
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章节摘录

　　第2章　集成电路材料、结构与理论　　2.1　集成电路材料　　材料按导电性能可以分为导体、
半导体和绝缘体三类。
如果说电气系统主要应用导体和绝缘体两类材料的话，电子系统特别是微电子系统则应用所有的三类
材料。
具体到集成电路制造，所应用到的材料分类情况如表2.1所示。
　　集成电路虽然是导体、半导体和绝缘体三种材料有机组合形成的系统，但相对于其他系统，半导
体材料在集成电路的制造中起着根本性的作用。
首先，集成电路通常是制作在半导体衬底材料之上的；同时，集成电路中的基本元件是依据半导体的
特性构成的。
　　半导体材料之所以得到广泛的应用，是因为它具有以下特性。
　　①通过掺入杂质可以明显改变半导体的电导率。
例如，在室温30℃时，在纯净锗中掺入亿分之一的杂质，电导率会增加几百倍。
正是因为掺杂可控制半导体的电导率，才能利用它制造出各种不同的半导体器件。
　　②当半导体受到外界热的刺激时，其导电能力将发生显著变化。
利用这种热敏效应可制成热敏器件。
另一方面，热敏效应会使半导体的热稳定性下降，所以由半导体构成的电路中常采用温度补偿等措施
。
　　③光照也可以改变半导体的电导率，通常称为半导体的光电效应。
利用光电效应可以制成光敏电阻、光电晶体管、光电耦合器等。
　　④多种由半导体形成的结构中，当注入电流时，会发射出光，从而可制造出发光二极管和激光二
极管。
　　⋯⋯
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